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芯片进入更小制程 发热是个大问题

本报记者 沈丛

智能传感器助力智慧养老

“近日，首次采用台积电3nm制程的苹果iPhone15 Pro新机陷入A17芯片过热争议。在此前，有消息称，台积电3nm良率仅
为55%，因此，台积电将不会按照标准晶圆价格向苹果收费，苹果仅向台积电支付可用芯片的费用。此外，有消息称，受到3nm良
率的影响，高通即将发布的骁龙8 Gen 3芯片，将不会全部使用3nm制程，部分产品依旧采用4nm制程。

第一个吃螃蟹的人，一定会有风险。随着芯片制程不断缩小，芯片良率低以及发热的问题越加凸显，使得原本需求火热的先
进制程芯片，却因为发热问题成为“烫手山芋”。先进制程是否将不再成为手机厂商的竞争焦点？

高通：让AI触手可及

人口老龄化，是今后较长一
段时间我国的基本国情。第七次
全国人口普查结果显示，我国 60
岁及以上人口占 18.7%。预计“十
四五”期间，我国 60 岁及以上老年
人口总量将突破 3 亿人，占总人口
比重超过 20%。为应对人口老龄
化趋势，产业界正在积极探索推
出适应老年人需求的智能化产
品，争取为老年人口创造无障碍、
更舒适的生活环境。在这些产品
中，智能传感器扮演了重要角色。

无痛不扎针

收集汗液测血糖

在9月举办的中国（上海）国际
传感器技术与应用展览上，记者曾
看到一款可通过收集汗液测试血糖
的汗液传感器。根据南京子麒舜生

物科技有限公司国内事业中心销售
总监周伟介绍，这款传感器可集成
在智能穿戴设备中，只要有五微升
（千分之五毫升）的汗液，就足够测
试血糖。

“目前汗液传感器已经做出来
了，但是整机还没有落地，未来会做
成可穿戴式的、类似于手表一样的
监测设备戴在手腕上。人们在正常
走路或者跑步过程中，如果产生汗
液，就可以通过监测器背面微流控
的芯片，自动收集汗液并进行检
测。”周伟介绍道。

这样一来，佩戴该产品的消费
者将不再需要通过传统扎针的方式
测血糖，监控血糖的过程将更舒适
化、无感化。

为了监控自身健康，许多老年
人有自测血糖的习惯。无须扎手指
的血糖设备将大大优化用户体验。
相比于青壮年，很多老年人运动量
小、自然状态下出汗量低，不足以进
行汗液采集怎么办？

周伟表示：“我们针对这种情况
配备了采汗仪的解决方案。通过对
皮肤进行微电流刺激发汗，再收集
用户汗液，只是多了一个步骤，并不
会给用户带来不适。”

睡觉测心率

床品里面有乾坤

老年人使用家用健康监测设备
的时候，都希望便利化、智能化。而
睡眠过程中的呼吸、心率等指标，是
许多用户重点关注的健康指标。对
于老年人而言，睡眠监测可以帮助
其发现身体体征异样，从而促使其
尽快采取解决措施。

超感科技（北京）有限公司（以
下简称“超感科技”）推出的 PVDF
压电膜传感器，就为无感收集用户
心率、呼吸等数据提供了新的可
能。该传感器呈薄膜形态，像纸片
一样轻薄，对压力信号非常敏感，可

以根据下游厂商需求裁剪成各种形
状。记者在体验中发现，只要手指
轻轻贴在传感器表面，连接传感器
的示波器波形就会出现明显变化。

超感科技研发部经理刘洋告诉
记者，基于 PVDF 压电膜对压力敏
感的特性，有利于客户采用传感器
做睡眠监测应用。“例如有的客户做
了个非常小的传感器，把它挂在床
脚上，可以监测床上进入睡眠的人
的心跳、呼吸。如果监测到用户在
床上滚来滚去，就会给房间里的智
能中台发信号。”刘洋介绍道。

对于很多行动不便的老年人来
说，无人监管的睡眠环节容易发生
意外。而 PVDF 压电膜传感器，意
味着给无感式监测老年人睡眠数
据提供了新的可能性。搭配蓝牙
等物联网技术，异常情况将有望同
步至老年人本人及其家人的终端设
备。既避免了摄像头可能存在的泄
露个人隐私的问题，还能为老年人
的睡眠监测提供一份保障。

先进制程芯片

频频出现发热问题

在此之前，先进制程芯片也频
频出现发热问题。

大致从5nm工艺开始，手机芯
片开始“发热”。彼时，三星猎户座
1080、华为麒麟 9000、骁龙 888 和
苹 果 的 A14 芯 片 都 采 取 了 5nm
制程，但却不约而同地出现了发
热 的 现 象 。 在 此 后 的 4nm 工 艺
中，高通骁龙 8Gen1、三星 Exynos
2200、联发科天玑9000等采用4nm
工艺的手机，也再度因为发热引发
争议。

依照摩尔定律规则，芯片制程
缩小，晶体管密度增加，功耗也会随
之减少。然而，随着芯片制程越发
接近物理极限，芯片的功耗为何却
出现不降反增的趋势？

北京超弦存储器研究院执行副
院长、北京航空航天大学兼职博导
赵超告诉《中国电子报》记者，先进
制程出现的发热现象，是短沟道效
益所引起的。“在半导体制造过程
中，集成电路的尺寸随着摩尔定律
的发展而持续缩小，沟道长度也相
应缩短，这就导致了沟道管中的 S
和 D（源和漏）的距离越来越短。
因此栅极对沟道的控制能力变差，
这就意味着栅极电压夹断沟道的

难度变大，即产生短沟道效应，从
而出现严重的电流泄漏（漏电）现
象，最终让芯片的发热和耗电失
控。”赵超说道。

新结构

带来新问题

赵超表示，5nm、4nm 芯片所
采用的都是 FinFET（鳍式场效应
晶体管）结构。FinFET 所采用的
是三面栅的结构，并非像 GAA 一
样的四面环绕式结构，其中一个
方向没有栅极的包裹。随着芯片
制程尺寸的不断减小，FinFET 三
面栅的结构对于漏电的控制能力
也在逐渐减弱，造成芯片出现功
耗问题。

然 而 ，采 用 了 四 面 环 绕 式
GAA 架构 的 三 星 ，虽 然 在 一 定
程 度 上 缓 解 了 短 沟 道 效 应 ，但
是 却 并 没 有 如 愿 大 幅 度提升芯
片的良率。据了解，采用 GAA 架
构的三星3nm芯片，首批芯片的良
率只有 10%～20%，而如今的良率
也仅仅只有50%～60%。业内人士
透露，三星若想获得高通等大客户
的 3nm 订单，良率至少要达到 70%
以上。

可以推算，未来芯片进入到
2nm及更小制程后，芯片的发热以
及功耗问题也将难以避免。

软件成手机厂商

发力重点

由于先进制程频频出现问题，
使得很多手机厂商开始另辟蹊径，
试图通过其他方式来提升芯片的性
能，在这之中，软件成为诸多手机厂
商的关注焦点。

对于手机而言，如果把芯片比
作一粒种子，那么软件就是土壤，如
果软件能够针对芯片硬件的特性进
行优化，就像土壤为种子提供最适
宜的生长环境，那么芯片便能发挥
出更大的功效。因此，许多手机厂
商也开始尝试通过优化自家的软件
系统，更好地发挥自研芯片的性能，
提供更加流畅、高效的用户体验。

例 如 ，苹 果 即 将 发 布 iOS
17.0.3 版本，便是想通过软件的升
级，优化设备的温度表现，进而改善
手机的发热问题；华为的鸿蒙系统
与麒麟芯片的深度结合，也是促使
Mate 60 Pro的性能超越传统预期
的主要方式之一。

先进制程

依旧是竞争焦点

然而，业内专家莫大康向记者
表示，软件生态对于手机而言固然

重要，但是并不能完全替代通过芯
片制程缩小带来的性能提升。此
外，尽管芯片制程的不断缩小，给芯
片良率带来了很多困难，但是先进
制程的市场热度仍旧只增不减。台
积电 3nm 工艺制造的 12 英寸晶圆
的报价高达3万美元，是7nm工艺
的 3 倍之多。预计到 2025 年，3nm
制程市场的产值将高达255亿美元。

“采用新产品、新技术，是帮助
企业在市场竞争中立足的关键因素
之一，但这同样也需要企业承担相
应的风险。市场竞争本身就是赌，
谁也无法预测是否能赌成功。但是
苹果等资本力量雄厚的企业，也有
赌的资本，所以他们并不怕试错。
此外，新技术同样也需要时间去试
错和迭代。虽然，目前3nm先进制
程的良率不高，但并不意味着未来
的良率不会提升。随着技术不断成
熟，先进制程芯片的现有问题也会
被一一解决，只是由于制程不断缩
小，技术难度越来越大，技术的磨合
期也会相应变长。”莫大康说道。

有消息称，在台积电成功试产
2nm的几乎同一时间，苹果便成为
了首个客户。与此同时，高通也在
考虑在未来使用台积电的 2nm 工
艺生产其芯片。先进制程依旧是手
机厂商眼中的“香饽饽”。

芯片制程的延伸和软件系统的
升级，也将成为未来手机技术发展
的“两条腿”，二者缺一不可。

10 月 24—26 日，2023 高通骁
龙峰会在夏威夷茂宜岛如约而
至。在这场探索前沿移动科技的
年度盛会上，高通发布了用于个人
电脑（PC）和笔记本电脑的X Elite
芯片，还推出了用于高端安卓手机
的骁龙 8 Gen3 处理器，以及与终
端侧 AI 融合的第一代高通 S7 和
S7 Pro音频平台。有意思的是，高
通本次发布的几款产品都与 AI 密
切相关，致力于打造“让 AI 触手可
及”的终端侧AI时代。

骁龙X Elite

高通借AI“染指”PC

当前，AI 正在变革人们与 PC
的交互方式，AI 将对用户使用终
端的方式产生深远影响。在广
泛的消费电子产品品类中，如何
提升用户的终端侧 AI 体验是重中
之重。

高通公司 CEO 安蒙在骁龙峰
会开场时表示：“我们正在进入 AI
时代，终端侧生成式 AI 对于打造
强大、快速、个性化、高效、安全和
高度优化的体验至关重要。”

为顺应 AI 时代发展潮流，高
通在骁龙峰会期间宣布推出公司
迄今为止面向PC打造的最强计算
处理器：骁龙 X Elite。据了解，这
款开创性平台将开启计算新时代，
凭借 CPU 性能、终端侧 AI 推理和
支持多天续航的高能效PC处理器
显著提升 PC 体验。据介绍，搭载
骁龙 X Elite 的 PC 预计将于 2024
年中面市。这 款 芯 片 经 过 重 新
设计，可以更好地处理总结电子
邮件、编写文本和生成图像等AI
任务。

具体来看，在 CPU 方面，据高
通技术公司高级副总裁兼计算与
游戏业务总经理 Kedar Kondap 介
绍，骁龙 X Elite 平台采用定制的
集成高通 Oryon CPU，性能是竞
品的两倍；达到相同峰值性能时，
功耗为竞品的三分之一。

在 AI 处理方面，骁龙 X Elite
专为 AI 打造，支持在终端侧运行
超过130亿参数的生成式AI模型，
AI处理速度是竞品的4.5倍。

第三代骁龙8移动平台

小米14系列将成首发

在本次峰会上，高通还宣布推
出全新旗舰移动平台——第三代
骁龙 8。记者注意到，与 2022 年高
通骁龙峰会上发布的第二代骁龙8
移动平台相比，第三代骁龙 8 移动
平台处理器执行 AI 任务的速度有
显著提升，能够将生成图像的时间
从15秒降至不到1秒。

高通技术公司高级副总裁兼
手机业务总经理 Chris Patrick 介
绍，其芯片可以运行 Meta 的 Lla-
ma2 模型，其他智能手机制造商客
户也能基于该款处理器开发自己
的模型。据悉，第三代骁龙 8 移动

平台处理器在上市初期将会支持
20多种AI模型。

“第三代骁龙8将高性能AI注
入整个平台系统。”Chris Patrick在
骁龙峰会上表示，该平台将开启生
成式 AI 的新时代，赋能用户创作
独特内容、帮助生产力提升，并实
现其他突破性应用。

据了解，高通全新发布的第三
代骁龙 8 将在全球 OEM 厂商和智
能手机品牌的终端上得到广泛采
用，包括华硕、荣耀、iQOO、魅族、
蔚来、努比亚、一加、OPPO、真我
realme、Redmi、红魔、索尼、vivo 和
中兴等。

在本次骁龙峰会上，众多高通
的合作伙伴也对高通发布的第三
代骁龙 8 移动平台表示期待。荣
耀终端有限公司产品线总裁方飞
表示：第三代骁龙8在端侧AI大模
型支持、ISP、多模通信、软硬件系
统架构等方面领先业界，为终端行
业带来新的可能性。

据悉，小米 14 系列将全球首
发第三代骁龙 8 移动平台。小米
集团总裁卢伟冰表示，第三代骁龙
8 移动平台具备卓越的端侧 AI 性
能，以及更好的能效表现。

智能汽车与搭载第三代骁龙
8 移动平台的手机深度融合，能够
拓展更多的应用场景，增强用户
驾乘体验。蔚来汽车执行副总
裁、质量管理委员会主席沈峰表
示：蔚来与高通技术公司基于骁
龙平台在车和手机上深度合作，
带来了创新的用户场景，增强了车
手互联体验。

初代高通音频平台

实现无缝音频连接

在本次骁龙峰会上，高通宣布
推出高通迄今为止最先进的音频
平台——面向耳塞、耳机和音箱
设计的第一代高通 S7 和 S7 Pro 音
频平台。

高通技术公司副总裁兼可穿
戴设备与混合信号解决方案业务
总经理 Dino Bekis 介绍：“第一代
高通 S7 Pro 音频平台包含超低功
耗 Wi-Fi 和革命性的高通 XPAN
技术，进一步革新音频体验，实现
全屋和楼宇的音频连接覆盖，支
持 192kHz 的多通道无损音乐串
流及面向游戏的增强多通道空间
音频。”

值得一提的是，高通还在本次峰
会上推出了跨平台技术Snapdragon
Seamless。当前，全新移动平台第三
代骁龙8、全新PC平台骁龙X Elite
和高通可穿戴平台与音频平台均
已支持 Snapdragon Seamless。高通
方面表示，未来，Snapdragon Seam-
less将扩展至XR、汽车和物联网平
台，微软、Android、Xiaomi、华硕、荣
耀、联想和OPPO等公司正与高通
合作，利用 Snapdragon Seamless 赋
能多终端体验。据了解，该技术最
早将于今年在全球范围发布的终
端平台上落地。 （张依依）

图为第三代骁龙8移动平台

图为骁龙X Elite平台


